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印刷電路板
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與時俱進的電路板產業與技術

電路板在電子產業領域被歸屬為成熟與傳統產業，似乎已經被認為理所當然，但隨著終

端產品在功能需求的提升，做為所有電子產品零組件承載的電路板技術也須與時俱進的更迭

與搭配。電路板產業支援所有光電與電子終端產品，是所有資通訊電子裝置的必備，我國發

展電路板產業經過幾十年來的有序經營，現今已成為全球電路板最大的製造國。我國的電路

板產業在智慧型手機、平板電腦、Ultra-book等攜帶式電子裝置的市場持續加持下，2012年海

內外總產值已達174億美元，其中台灣地區產值為81億美元，台商在中國大陸及其他海外地區

產值貢獻則超過50%，約93億美元。依據Prismark所公佈的全球電路板產值計算，我國全球市

占率超過30%，是全球第一的電路板製造國。未來雖然面對日幣貶值、歐美經濟問題未決、

韓國崛起及客戶過度集中等議題，使電路板產業前景預測難度增加，但藉由及早的兩岸布局

及中國大陸廣大的內需市場帶動，加上產業積極創新及研發策略正確，必然會在危機中找到

再度成長的機會。

電路板可分為硬板、軟板及IC載板三大部分，以2012年我國電路板產業為例，硬板約占

50%，軟板為18.5%，而IC載板占31.5%，其中屬於HDI及多層的高階硬板比例則接近40%。近

年來在攜帶式電子裝置需求帶動下，對於軟板及高階HDI硬板的需求有逐漸提升的態勢，IC

載板則因為技術的門檻較高，也維持一定的產業競爭力與市占率。本期技術專題就以電路板

的三大區塊做為內容主軸，對電路板產業的技術與材料做深入探討。首先針對我國電路板材

料產業鏈做解析，再詳盡分析軟、硬及IC載板上游的各個原料，並與競爭者做比較。在時下 

最熱門的軟板部分，則是以今年JPCA Show的展出為題，將軟板技術及材料的前景及發展做了

概要的說明，可以提供業者一些研發方向的參考。至於IC載板部分則是以載板材料的發展需

求做描述，其中以高頻、高速做為訴求重點，文中也對JPCA Show展出的相關內容進行分析， 

提供讀者關於載板材料的設計原則。最後，以電路直寫的印製電路技術做為結尾，在綠色環

保及節能趨勢下，雖然印製型電路板離實際量產還有一段長遠的路，但這樣的發展態勢似乎

已經成為必然，文中將印製技術的現狀做了更新，讓讀者再次省思檢視這個技術的內涵。

一個永續的產業技術是與時俱進的，電路板產業已經在我國奠定良好的基礎，在全球享

有市場的領導地位，整體產業鏈完整，但在一些高端的材料與製造技術上尚有很大的努力空

間，如何在既有的基礎下做先進產品與技術布局，將會決定我國電路板產業是否能持續占有

有利地位及成長的重要關鍵，希望本專題可以提供相關業者一個策略發展思考的方向。


